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Positive Sollbruchstellen
Bruchstelle befindet sich im Fräskanal 
außerhalb der Leiterplattenkontur.

Negative Sollbruchstellen
Bruchstelle innerhalb der Leiterplattenkontur.  
Zusätzliche Zwischenstege zur Stabilität des 
Nutzens benötigt. Eine thermische Simulation der Leiterplatte kann helfen,  

den besten Leiterplattenaufbau und das optimale Layout auszuwählen.

Bohrdurchmesser

Platten-
stärke

Pitch
Thermovias ungefüllt

Leiterplattendicke min. 0,40 mm

Wärmetransferkleber

Metall (Aluminium oder Kupfer)

Pitch 800 µm End-Ø 300 µm; Kupfer in Hülse min. 25 µm

800 µm 
Pitch

400 µm 
Pitch

Buried Via
End-Ø 300 µm

Microvia 
End-Ø 
100 µm

Standard Designregeln

Kombination Microvia, Buried Via als Thermovias

Sollbruchstellen Heatsink Thermische Simulation

Thermovias gefüllt (Filled & Capped Via, IPC-4761, Type VII)

Leiterplatte 2 Lagen, 1,6 mm, verbessertes Layout,  
ohne Thermovias

Leiterplatte 2 Lagen, mit Heatsink, 1,6 mm,  
verbessertes Layout, mit Thermovias

Al Kühlkörper

FORDERN SIE IHR ANGEBOT
AN FÜR EINE WÄRMESIMULATION:
THERMAL@WE-ONLINE.COM

   
 

 
Kühlkörper

Pitch 800 µm

Pad-Ø 650 µm
End-Ø 300 µm

Pad-Ø 300 µm

End-Ø 
100 µm

Pad Ø 650 µm

End-Ø 300 µm

Prepreg

Prepreg
Kleber

Kern Buried 
Via Thermovias

ThermoviasMicrovias

65 µm

Pitch ≥ 400 µm

Al Kühlkörper

Thermovia

Microvia Buried Via


